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新 技 術 

の 成 果 

な   ど 

技 術 の 名 称 ナノコンタクトマイクロ波自励発振器 

ジ ャ ン ル 

■ ナノテク・材料  □ 医療・バイオ 

■ 情報関連・ＩＴ   □ 環境関連 

□ 製造技術     □ その他 

概    要 
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ナノメータサイズの微小な強磁性体

に直流電流を印加すると、スピン偏極

電子からの角運動量移行に伴うスピ

ントルクによりGHz帯域の磁化の歳差

運動が励起され、交流電圧信号を生み

出すことができる。最も微細な1nmサ

イズの金属強磁性ナノコンタクトを

分散させたデバイスにおいては、電流

を効率的にコンタクト部を集中させ、

位相同期により高出力で狭線幅のマ

イクロ波発振を得ることができる｡こ

のような素子を作製し、チップ間信号

伝送用のマイクロ波発振器の開発を

行い、μW 級の発振出力を得ることに

成功している｡ 

マッチングを想定する

業界/用途利用分野 

通信部品・半導体/ 3次元実装､ 3次元集積/ワイヤレスインターコネクト､

標準クロック素子､Bluetoothチップ 

 

産業界へのアピール

ポイント/新規産業形

成の可能性 

携帯端末などの小型化に伴い、半導体チップのさらなる高集積化・高機能

化・低消費電力化が求められている。また、電波利用が進むなか､ 電波資

源の枯渇が問題となりつつあり､ 利用の少ない 100GHz 帯の利用を可能と

する発振器が強く求められている。さらに､ 異なる機能を持つ IC チップ

間のインターコネクトが課題となっているが、微小磁性体の自励発振･受

信機能が実用となれば､ 小型でかつ省電力のインターコネクトが可能に

なるとともに､ 新たな通信デバイス応用分野の開拓に繋がる｡ 

従来技術に対する 

新規性･優位性 

素子サイズが微細(~100 nm）、半導体回路中へも組込可能｡ 自励発振のた

め極めて低電力の信号伝送(送受信)が可能｡ 50GHz～100GHzが理論的に可

能｡ 

実用化に向けた課題 
発振出力がかなり向上して来たが､ まだ1~10μWの実用レベルにない｡ 

マルチ素子による電気結合位相同期の実現が課題｡ 
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特   許 

件  数 
関連論文: 14編､ 関連特許: 2件 
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